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0.65 ±0.03

ITEM(项目)NO. SPECIFICATION(规格)

印字膜:通用版20624(43µm)

白膜: 80℃ 60V(43µm)

INSULATION
1

 (胶膜)

2
SUPPORTING TAPE

225µm
(补强板)

Blue(蓝色)

STRUCTURE(构造)

//

/

技术要求：

 1、保存环境：

    温度：15~25℃  湿度：30~50RH%

 2、保质期：

    镀金：12个月   镀锡：6个月

 3、产品符合RoHS 2.0标准
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AWM 20624 80C 60V VW-1

1.0*18*300*A(4/4/8/8)(0.035*0.65)
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